杭州中欣晶圆半导体股份有限公司


[image: image6.wmf]
招 聘 简 章

一、公司简介

    杭州中欣晶圆半导体股份有限公司系日本株式会社Ferrotec Holdings、杭州大和热磁电子有限公司、上海申和热磁电子有限公司合资建立，位于杭州大江东产业集聚区，注册资本29亿元人民币，占地200多亩，厂房面积约15万平方米，总投资60亿元人民币。公司于2017年12月18日举行建设工程奠基典礼，2019年6月开始投产，计划年产420万片8英寸半导体硅抛光片和年产240万片12英寸半导体硅抛光片项目。

Ferrotec(中国)半导体硅抛光片项目的建成将填补国内8英寸以上产品用硅抛光片量产的空白，打破国外公司对中国半导体硅片材料市场的垄断，实现中国半导体制造行业真正的“中国制造”。

2021年9月30日，中欣晶圆与丽水市政府签订总投资40亿的外延项目，该项目正在筹建中。
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二、招工岗位



	岗位名称
	人 数
	学历、专业、职称
	年薪
	备 注

	制造储备干部
	10
	大专以上学历，理工科专业
	8-11万
	12小时两班倒

	设备储备干部
	10
	大专以上学历，机械、机电、自动化相关专业
	8-11万
	12小时两班倒

	检验
	10
	大专以上学历，女生
	8-11万
	12小时两班倒，近视200度以下
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